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“台灣的半導體製造業的創新能力位居全球頂峰, 種
種的跡象顯示, 它能⾧期保持領先, 並且獲利高。 ”

Paul Duguid (2014)

報告大綱
台灣半導體產業發展歷程－矽島的誕生

台灣半導體產業結構－晶圓代工

台灣半導體的發展現況
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圖：澎湖至大員的海圖
（歐洲人所繪的台灣古地圖）
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台灣半導體產業發展歷程



積體電路發明人1958年積體電路誕生

基爾比在1958年提出的積體電路。合理使用圖片來源：維基百科

Jack Kilby

Rober Noyce
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1970年台灣退出聯合國

中華民國駐聯合國首席代表周書楷宣布退出聯合國，
步下講臺的身影。

中東阿拉伯產油國决定减少石油生產，並對西方發
達資本主義國家實行石油禁運

1973爆發第㇐次石油危機

台灣半導體產業發展歷程
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(圖：民報/經濟部)

台灣半導體產業發展歷程

費驊(行政秘書⾧)

孫運璿(經濟部⾧)
蔣經國(行政院⾧)

台灣的未來?
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台灣半導體產業發展歷程

一場始於豆漿店的產業革命

網路上流傳㇐則電子業發展的故事, 1974年2月7日的清晨, 經濟部⾧孫運璿與幾位政府官員在台北㇐家豆漿店早餐, 「㇐邊用餐, ㇐
邊 為台灣勾勒電子之路。

孫運璿(經濟部⾧)

孫運璿
(經濟部⾧)

方賢齊
(電信總
局局⾧)

費驊
(行政秘書⾧)

潘文淵(美國
RCA研究室
主任)

康寶煌
(電信研究
所所⾧)

高玉樹
(交通部⾧)

王兆振
(工研院
院⾧)
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1974-1979 十大建設

蔣經國視察十大建設。（翻攝自國史館）
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1974 年電子技術諮詢委員會

凌宏璋
葛文勳 趙曾玨

羅念 胡定華

厲鼎毅 史欽泰 李天培
楊丁元 潘文淵
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台灣半導體產業發展歷程

積體電路工業發展計畫

4年USD1000萬

美國無限電線電公司（RCA）

美國無限電線電公司(RCA)雀屏中選



台灣半導體產業發展歷程

1976 年 赴美國 RCA 訓練成員

工研院電子中心派員赴RCA訓練，與RCA公關主任合影，左起曹興誠、
倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰。(轉載自工業
技術與資訊319期)

1977年 積體電路製造示範工廠
7.5微米／3吋晶圓廠 良率7成



台灣半導體產業發展歷程

發展台灣積體電路計劃 聘請潘文淵電子工業發展工作小組召集人

工研院
RCA 計畫
歷史文件



台灣半導體產業發展歷程

 工研院積體電路示範工廠



台灣半導體產業發展歷程

工研院積體電
路示範工廠



台灣半導體產業發展歷程

1978年 全球第三大電子錶輸出國

1980年成立新竹科學園區

新竹科學工業園區是台灣高科技工業重鎮。
資料來源：李筱峰，《台灣史100件大事》，玉山社。



台灣半導體產業發展歷程

1980年 聯電成立
４吋晶圓廠

聯電是台灣第㇐家晶圓製造廠。圖片來源：聯電

超大型積體電路(VLSI)計畫

1984年 超大型積體電路計畫

1982 年，在「電子工業研究發展第二期計畫」執行期間，向
當時的行政院⾧孫運璿提出超大型積體電路(VLSI)計畫的構想。
當年行政院科技顧問Bob Evans也向政府表達支持此計畫。



台灣半導體產業發展歷程

章青駒
史欽泰 潘文淵

曾繁城胡定華

1984 年工研院超大型積體電路實驗工廠



台灣半導體產業發展歷程
1982 力邀張忠謀回台
1985 接任工研院院長/聯電董事長

工研院第二任院⾧方賢齊及第三任院⾧張忠謀交接典禮-照片來源工研院



台灣半導體產業發展歷程

張忠謀54歲前沒有來過台灣



台灣半導體產業發展歷程
1987年 台積電成立

６英吋晶圓廠



台灣半導體產業發展歷程

台積電定位與競爭優勢
只做晶圓代工

技術領先
卓越的製造
客戶的信任

1.技術領先(良率好)
2.作業員勤奮
3.足夠的常識,接受 指示



台灣半導體產業發展歷程

INTEL總裁 安迪·葛洛夫（Andy Grove）

1990年次微米計劃 開啟IC設計產業

盧志遠(旺宏總經理/欣銓董事長) 盧超群(鈺創董事長)



台積電股價
走勢圖，上
看1000元?



全球六大IC
晶圓廠製程
演進情況



我們很像嗎? 



2010年台積電首用
「One Team」贏訂單



2021年晶圓
代工營收市
占預測



台灣半導體產業結構

晶圓代工



台灣半導體產業結構－晶圓代工

 整合元件製造廠(IDM)
從設計、製造、封裝測試到銷售自有品牌IC都㇐手包辦的半導體垂直
整合型公司。

 「無廠半導體公司」 (fabless semiconductor company)
只做 IC 設計的公司，設計完成後再委外製成晶片。

 晶圓代工(pure-play foundry)
指接受其他無廠半導體公司（Fabless）委託、專門從事晶圓成品的
加工而製造積體電路，並不自行從事產品設計與後端銷售的公司。

台積電營運模式的成功：
 羅納德．寇斯 (Ronald H. Coase)→零售廠商售價低但加入交易成本後，可能高於自己生產的成本。 →IDM

 台積電晶圓代工模式的成功則證明，分工不僅可行，而且晶片製造的成本會下降。

台積電不只是使台灣電子業的發展升級，而且是改變全球電子業的經營模式，讓電子業的發展更有效率。



台灣半導體產業結構－晶圓代工

 行政院在雖然在1987年沒有採用 「擴大聯電」 的計

畫，但事後看來聯電後來也可以說間接受益。1995年，

聯電把 IC 設計部門拆分出去， 本身轉型為代工廠，

而拆分出去的部門所成立的 IC 設計公司，後來也有很

好的發展。 如聯發科與聯詠兩家公司在全球 IC 設計

市場都占有㇐席之地。

(聯發科、聯詠為全球前10大IC設計商) 1985年 張忠謀對行政院報告 圖片來源:新竹故事館Facebook

 AMD(超威半導體) 重返榮耀：在 2009 年將晶圓製
造拆分出去，部分晶片外包由台積電生產，公司
專注在研發技術



台灣半導體產業結構－晶圓代工

台灣晶圓製造廠的良率優勢

 人才優勢：

早期技術熟練的女工、留美人才、大量優透敬業的工程師、技工、作業員

 獎勵投資的租稅優惠：

早期促產條例是給予企業投資計畫、購置設備或技術投資抵減，營所稅最高20％，被列為新興重要策

略性產業還可適用5年免稅。台積電的利潤高，利潤轉投資的金額很大; 這對於潛在的競爭者造成很高

的進入障礙。

 員工分紅配股：制度創造員工努力的誘因。基本的精神是在公司賺錢時員工能以較低的價格取得公司

的股票，有成⾧潛力的公司可以吸引員工前來。



台灣半導體發展現況



全球半導體市場－預期持續成⾧

資料來源:中研院產科國際所

新興領域帶來新機會



台灣半導體產業－領先地位
2020年台灣半導體產值全球第二

資料來源:中研院產科國際所



台灣半導體產業－持續成⾧
專業分工提供良好環境

資料來源:中研院產科國際所

2014年
突破2兆

2020年
突破3兆

2004年
突破1兆

2021年
突破4兆
(工研院產科國際
所8月最新預估)



台灣半導體產業－次產業比重

資料來源:中研院產科國際所

晶圓代工占大宗 IC設計持續成⾧



全球半導體公司－營收排名

資料來源:中研院產科國際所
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